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Abstract of DE19649650 

The device is fitted with a one-piece sleeve (1) of 
e.g. epoxy resin with a radiation-emitting surface 
(12) and a base (13) at opposite ends. Another 
surface (14) for contact with a circuit board (21) is 
substantially at right angles to the base and in the 
same plane as the solder surfaces (e.g. 16) of 
connection tags (7,8) protruding from the base. 
This plane is either parallel or inclined at an acute 
angle to the optical axis (24) of the 
semiconductor device. Each connection tag has 
an S-bend (28) and extends as far as a 
conductive track (29) on the circuit board. 
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(54) Bezeichnung: Oberflachenmontier bares strahlungsemittlerendes Halbleiterbauelement 



(57) Hauptanspruch: Oberfiachenmontierbares strahlungs- 
emittierendes Halbleiterbauelement mit mindestens einem 
eine Strahlung aussehenden HalbleiterkGrper (2), der eine 
optische Achse aufweist, einem ein erstes Kopfteil (5) und 
ein erstes AnschluBbeinchen (7) aufweisenden ersten 
elektrischen AnschluGteil (3), einem ein zweites Kopfteil (6) 
und ein zweites Anschlufcbeinchen (8) aufweisenden zwei- 
ten elektrischen AnschluHteil (4) und mit einer Umhullung 
(1), die aus einem fur die Strahlung zumindest teilweise 
durchlassigen Material hergestellt ist, bei dem 

- elektrische Kontakte (1 0, 1 1 ) des Halbleiterkorpers (2) mit 
dem ersten Kopfteil (5) bzw. mit dem zweiten Kopfteil (6) 
elektrisch leitend verbunden sind, 

- der Halbleiterkbrper (2) und das erste (5) und das zweite 
Kopfteil (6) von der Umhullung (1 ) umschlossen sind, 

- die Umhullung (1) eine Strahlungsaustrittsfiache (12), 
eine dieser gegenuberliegende Grundflache (13) und eine 
dazwischen angeordnete, zur Grundflache geneigte Leiter- 
plattenauflagefiache (26) aufweist, 

-das erste und das zweite AnschluRbeinchen (7, 8) durch 
die Grundflache (13) hindurch aus der... 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein strah- 
lungsemittierendes Halbleiterbauelement gemaS 
dem Oberbegriff des Patentanspruches 1. Sie be- 
zieht sich insbesondere auf ein strahlungsemittieren- 
des Halbleiterbauelement mit mindestens einem eine 
Strahlung aussendenden HalbleiterkSrper, einem ei- 
nen ersten Kopfteil und ein erstes Anschlussbein- 
chen aufweisenden ersten elektrischen Anschluss- 
teil, einem einen zweiten Kopfteil und ein zweites An- 
schlussbeinchen aufweisenden zweiten elektrischen 
Anschlussteil und mit einer Umhullung, die insbeson- 
dere mittels einer VerguBtechnik einstuckig aus ei- 
nem fur die Strahlung zumindest teilweise durchlas- 
sigen Material, insbesondere aus Kunststoff, herge- 
stellt ist, 

bei dem ein erster elektrischer Kontakt des Halblei- 
terkorpers mit dem ersten Kopfteil und ein zweiter 
elektrischer Kontakt des HalbleiterkGrpers mit dem 
zweiten Kopfteil elektrisch leitend verbunden ist, 
bei dem der HalbleiterkOrper und das erste und das 
zweite Kopfteil von der Umhullung umschlossen sind, 
bei dem die Umhullung eine Strahlungsaustrittsfla- 
che und eine Grundflache aufweist, die auf gegenu- 
berliegenden Seiten der Umhullung angeordnet sind, 
und eine dazwischen angeordnete, zur Grundflache 
geneigte Leiterplattenauflageflache aufweist und 
bei dem das erste und das zweite Anschlussbein- 
chen durch die Grundflache hindurch aus der Umhul- 
lung herausrage. Die Erfindung bezieht sich insbe- 
sondere auf Infrarot-Strahlung aussendende Halblei- 
terbauelemente (z. B. IR-Lumineszenzdioden) bei- 
spielsweise zur Verwendung in Infrarot-Femsteue- 
rungen von Fernseh- und Rundfunkgeraten, Videore- 
cordern, Lichtdimmern usw., fur Geratefernsteuerun- 
gen und fur Lichtschranken fur Gleich- und Wechsel- 
lichtbetrieb und auf sichtbares Licht emittierende 
Leuchtdioden. 

Stand der Technik 

[0002] Derartige Halbleiterbauelemente sind auf 
dem Markt verfugbar und beispielsweise in der Sie- 
mens-Broschure „Lumineszenzdioden", Qualitat und 
Zuverlassigkeit, Themenschrift 09.90, Herausgeber 
Siemens AG, Bereich Halbleiter, Marketing-Kommu- 
nikation, MOnchen, Januar 1991, und im Sie- 
mens-Lieferprogramm 07.94 „Optohalbleiter und 
Sensoren", Herausgeber Siemens AG, Bereich Halb- 
leiter, Marketing-Kommunikation, Munchen, Seiten 
18-33 beschrieben. Die Montage derartiger Halblei- 
terbauelemente auf einer Leiterplatte einer Schal- 
tungsanordnung erfolgt mittels Durchstecken der als 
LOtspie&e ausgebildeten Anschlussteile durch Boh- 
rungen in der Leiterplatte und anschliedendem L6- 
ten. Aufgrund der Tatsache, dafc heutzutage nahezu 
alle anderen elektronischen Bauteile oberfiachen- 
montierbar ausgebildet sind, erfordert dies jedoch ei- 
nen besonders hohen zusatzlichen Montageauf- 



wand. 

[0003] Die Oberflachenmontage, die auch unter der 
Bezeichnung SMT(Surface Mounted Technolo- 
gy)-Montage bekannt ist, ist eine in der Halbleiter- 
technik gelaufige Befestigungsmethode fur Halblei- 
terbauelemente und wird von daher an dieser Stelle 
nicht mehr naher erlautert. 

[0004] Aus der DE 44 41 477 A1 ist eine oberfla- 
chenmontierbare Leuchtdiodeneinheit bekannt, bei 
der eine herkommliche sogenannte Radial-LED in 
ein hulsenartiges Kunststoffgehause mit einem eine 
Aufiageflache bildenden Vorsprung, einem Zen- 
trierzapfen und Aussparungen zur Aufnahme der En- 
den von elektrischen Anschlussen eingesetzt ist. Die 
Herstellung von derartigen Bauelementen ist mit ei- 
nem relativ grolJen technischen Aufwand verbunden, 
insbesondere deshalb, weil die Abmessungen der 
Kunststoffumhullung und des hulsenartigen Kunst- 
stoffgehauses keinen zu groSen Toleranzen unterlie- 
gen durfen, urn eine hinreichende Passgenauigkeit 
der beiden Teile zu erzielen. AuSerdem ist aufgrund 
der geringen Aufiageflache der elektrischen An- 
schlQsse eine sichere und mechanisch stabile LStung 
auf einer Leiterplatte nur schwer erzielbar. 

[0005] In der US 4,984,057 wird ein Halbleiter-Array 
beschrieben, bei dem mehrere Halbleiterbauelemen- 
te in einer Reihe nebeneinander angeordnet sind. Ein 
Anschlussbeinchen jedes Halbleiterbauelements 
wird durch eine zu der Reihe quer angeordnete Platte 
elektrisch verbunden und damit wird eine gemeinsa- 
me Elektrode gebildet. Alle so verbundene An- 
schlussbeinchen werden sechsmal urn 90° in ab- 
wechselnder Richtung gebogen, urn die Struktur des 
Arrays zu verstarken. Somit werden die Anzahl der 
Anschlusse an einer Leiterplatte minimiert. 

[0006] Aus der DE 94 09 174 U1 ist eine Haltevor- 
richtung fur ein oder mehrere mit Anschlusspins ver- 
sehene elektronische Bauteile bekannt, bei der das 
elektronische Bauteil mittels eines Halteteils und die 
freien Enden der Anschlusspins mittels eines Halters 
an einer Leiterplatte gehalten ist/sind. Die Anschluss- 
pins sind aus dem Halteteil herausgefuhrt, auf der 
Oberflache der Leiterplatte aufgesetzt und mit dieser 
im Bereich zwischen dem Halteteil und Halter verlo- 
tet. 

[0007] Weiterhin bekannt ist aus der DE 1 933 663 
A1 eine Vorrichtung zur Kontaktierung von Keramik- 
kondensatoren in gedruckten Leiterplatten bekannt, 
bei der die Keramikkondensatoren jeweils senkrecht 
in einen Schlitz der Leiterplatte eingesetzt sind. 

[0008] Ebenso bekannt ist der versenkte Einsatz 
von optischen Bauelementen in einem Substrat, mit 
dem das optische Bauelement durch LGten elektrisch 
verbunden ist (JP 5-327 021 A). Dadurch wird die 
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Hohe des eingesetzten Bauelements verringert. 

[0009] Aus der JP 61-189 677 A ist ein strahlungse- 
mittierendes Halbleiterbauelement bekannt, bei dem 
zwei Nuten in der Langsrichtung an den Seitenfla- 
chen des Bauelements ausgebildet In sind, urn das 
Drehen des Bauelements bei der Montage zu verhin- 
dern und eine kompaktere Montagedichte zu ermog- 
lichen. 

Aufgabenstellung 

[0010] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be- 
steht darin, ein oberflachenmontierbares strahlungs- 
emittierendes Halbleiterbauelement der eingangs ge- 
nannten Art zuentwickeln, das technisch einfach her- 
stellbar ist, das eine geringe Bauhohe bei der Monta- 
ge auf einer Leiterplatte zulasst und bei dem auf ein- 
fache Weise eine mechanisch stabile Lotverbindung 
zwischen den Anschlussbeinchen und der Leiterplat- 
te herstellbar ist. Ziel ist weiterhin, ein kostengunsti- 
ges oberflachenmontierbares Halbleiterbauelement 
der eingangs genannten Art zur Verfugung zu stellen, 
das mit einer zusatzlichen Optik fur die ausgesandte 
Strahlung ausgestattet ist und eine hohe Strahlstarke 
bei minimalem akzeptablen Halbwinkel von 15 bis 
20° aufweist. 

[0011] Diese Aufgabe wird durch ein Halbleiterbau- 
element mit den Merkmalen des Patentanspruches 1 
gelost. Vorteilhafte Ausfuhrungsformen und Weiter- 
bildungen der erfindungsgemaften Halbleiterbauele- 
mente sind Gegenstand der Unteranspruche 2 bis 5. 

[0012] Bei dem Halbleiterbauelement der eingangs 
genannten Art ist vorgesehen, daft die Enden der bei- 
den Anschlussbeinchen von der Grundflache wegra- 
gen und daft das erste Anschlussbeinchen und das 
zweite Anschlussbeinchen eine erste bzw. eine zwei- 
te langgestreckte Lotflache aufweisen, die im We- 
sentlichen mit der Leiterplattenauflageflache in einer 
gemeinsamen Ebene liegen. Das von der Umhullung 
und den elektrischen Anschlussteilen ausgebildete 
Gehause ist somit auf einer Leiterplatte auf her- 
kommliche Art und Weise oberflachenmontierbar. Die 
Lotflachen und die Leiterplattenauflageflache ge- 
wahrleisten zudem eine stabile Auflage des Bauele- 
ments auf der Leiterplatte. 

[0013] Oben und im Folgenden ist mit Jm Wesentli- 
chen in einer gemeinsamen Ebene liegen" zum Aus- 
druck gebracht, daft die L6tfiachen auch geringfugig 
versetzt zur Leiterplattenauflageflache angeordnet 
sein kGnnen. Es muss trotz Versatz eine sichere Kon- 
taktierung der Anschlussbeinchen auf zugehGrigen 
Leiterbahnen der Leiterplatte gewahrleistet sein. Zur 
Montage des Halbleiterbauelements auf eine Leiter- 
platte werden an sich bekannte SMT-Verfahren ein- 
gesetzt. Beispielsweise werden zunachst die Umhul- 
lung mit der Leiterplattenauflageflache auf die Leiter- 



platte geklebt und anschlieftend die Anschlussbein- 
chen auf die zugehorigen Leiterbahnen gelotet. 

[0014] Bei einer besonders bevorzugten Ausfuh- 
rungsform des erfindungsgemaften Halbleiterbauele- 
ments liegen vorteilhafterweise das erste und das 
zweite Kopfteil auf einer Ebene, die versetzt, insbe- 
sondere parallelverschoben zur Leiterplattenauflage- 
flache angeordnet ist und weist das erste und das 
zweite Anschlussbeinchen je eine S-formige Biegung 
auf. Diese Biegung ist derart ausgebildet, dass die 
erste und die zweite LGtflache und die Leiterplatten- 
auflageflache im Wesentlichen in der gemeinsamen 
Ebene liegen. Die Leiterplattenauflageflache ist hier- 
bei insbesondere durch eine seitliche Abflachung der 
Umhullung hergestellt. Ein derartiges erfindungsge- 
maftes Halbleiterbauelement laftt sich auf einfache 
Weise auf der Oberseite einer Leiterplatte stabil auf- 
setzen und befestigen. 

[0015] Bei den erfindungsgemaften Halbleiterbaue- 
lementen ist vorgesehen, dass die Leiterplattenaufla- 
geflache durch zwei seitliche Einbuchtungen in der 
Umhullung ausgebildet ist, dass die Anschlussbein- 
chen gerade ausgebildet sind und dass je eine die je- 
weilige Lotflache aufweisende Seitenflache des ers- 
ten und des zweiten Anschlussbeinchens und die 
Leiterplattenauflageflache im Wesentlichen in der ge- 
meinsamen Ebene liegen. Die zwei seitlichen Ein- 
buchtungen sind insbesondere auf einander gegenQ- 
berliegenden Seiten der Umhullung angeordnet. 

[0016] Eine entsprechende Leiterplatte, auf die ein 
derartiges erfindungsgemaftes Halbleiterbauelement 
montiert werden kann, weist eine Ausnehmung auf, 
in der die Umhullung teilweise versenkt wird. Diese 
Bauweise erlaubt vorteilhafterweise den Aufbau ei- 
ner Leiterplatte mit besonders geringer Bauhohe. 

[0017] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung des er- 
findungsgemaften Halbleiterbauelements sowie der 
bevorzugten Ausfuhrungsformen weist die Umhul- 
lung zusatzlich eine der Leiterplattenauflageflache 
gegenuberliegende ebene Ansaugflache auf. Dies 
hat insbesondere den Vorteil, dass das erfindungsge- 
mafte Halbleiterbauelement mittels herkommlicher 
Bestuckautomaten mit Saug-Pipette auf die Leiter- 
platte aufgesetzt werden kann. 

[0018] Eine weitere vorteilhafte Weiterbildung des 
erfindungsgemaften Halbleiterbauelementes und der 
bevorzugten Ausfuhrungsformen weist vorteilhafter- 
weise eine Umhullung auf, bei der die Strahlungsaus- 
trittsflache derart gekrummt ist, dass sie fur die vom 
Halbleiterkorper ausgesandte Strahlung als Linse 
wirkt. Insbesondere ist vorgesehen, dass die Umhul- 
lung auf der der Grundflache gegenuberliegenden 
Seite mit einer Linsenkappe versehen ist, die eine ge- 
krummte Strahlungsaustrittsfl^che aufweist und de- 
ren optische Achse mit der optischen Achse des 
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strahlungsemittierenden Halbleiterkorpers zusam- 
menfallt. Durch eine derartige Ausgestaltung kann 
vorteilhafterweise eine sehr hohe Strahlstarke des 
Halbleiterbauelements erreicht werden. 

[0019] Die UmhQIIung einer weiterhin bevorzugten 
AusfQhrungsform des erfindungsgema&en Halblei- 
terbauelements weist vorteilhafterweise gleichzeitig 
zwei eine erste Leiterplattenauflageflache ausbilden- 
de seitliche Einbuchtungen und eine eine zweite Lei- 
terplattenauflageflache ausbildende seitliche Abfla- 
chung auf, wobei die erste Leiterplattenauflageflache 
und die erste und die zweite Lotflache des ersten 
bzw. des zweiten Anschlussbeinchens im Wesentli- 
chen in einer gemeinsamen Ebene liegen. Dies hat 
den Vorteil, dass Halbleiterbauelemente mit ein und 
derselben UmhQIIung optional auf eine Leiterplatte 
mit Ausnehmung fur die UmhQIIung oder auf eine 
ebene Leiterplatte montiert werden konnen. 

[0020] Des Weiteren kann die UmhQIIung auch auf 
der Seite, auf der die Anschlussbeinchen verlaufen, 
eine Abflachung aufweisen, urn vorteilhafterweise die 
Bauhohe des Halbleiterbauelements zu verringern. 

Ausfuhrungsbeispiel 

[0021] Die erfindungsgemafcen Halbleiterbauele- 
mente werden im folgenden anhand von zwei Aus- 
fuhrungsbeispielen in Verbindung mit den Fig. 1 bis 6 
naher erlautert. Es zeigen: 

[0022] Fig. 1 eine schematische Darstellung einer 
Seitenansicht eines ersten Ausfuhrungsbeispieles ei- 
nes erfindungsgema&en Halbleiterbauelements, 

[0023] Fig. 2 eine schematische Darstellung einer 
weiteren Seitenansicht des ersten AusfQhrungsbei- 
spieles von der in Fig. 1 durch den Pfeil C angegebe- 
nen Seite, 

[0024] Fig. 3 eine schematische Darstellung einer 
Draufsicht auf die Grundflache des ersten Ausfuh- 
rungsbeispieles, 

[0025] Fig. 4 eine schematische Darstellung einer 
Draufsicht auf die Grundflache eines zweiten AusfQh- 
rungsbeispieles, 

[0026] Fig. 5 eine schematische Schnittdarstellung 
des ersten Ausfuhrungsbeispieles entlang der in 
Fig. 1 eingezeichneten Linie B-B, 

[0027] Fig. 6 eine schematische Ansicht eines auf 
eine Leiterplatte montierten erfindungsgema&en 
Halbleiterbauelements gemafc dem ersten Ausfuh- 
rungsbeispiel. 

[0028] Bei dem Halbleiterbauelement der Fig. 1 bis 
5 sind ein erstes Kopfkeil 5 eines ersten Anschlusstei- 



les 3 und ein zweites Kopfteil 6 eines zweiten An- 
schlussteiles 4 von einer einstuckig ausgebildeten, 
einen Grundkorper 9 und eine Linsenkappe 23 auf- 
weisenden Kunststoffumhullung 1 umschlossen. Die 
Anschlussteile 3, 4 bestehen aus einem elektrisch lei- 
tenden Material, zum Beispiel aus einem herkomm- 
lich fOr Leadframes verwendeten Metall. Ein erstes 
Anschlussbeinchen 7 des ersten Anschlussteiles 3 
und ein zweites Anschlussbeinchen 8 des zweiten 
Anschlussteiles 4 ragen ausgehend von dem jeweils 
zugehorigen Kopfteil 5, 6 durch eine ebene Grundfla- 
che 13 des GrundkGrpers 9 hindurch aus der Kunst- 
stoffumhullung 1 heraus. Am ersten Kopfteil 5 ist eine 
Reflektorwanne 22 mit einer Chiptragerflache 19 
ausgebildet, auf der ein eine Strahlung aussenden- 
der Halbleiterkorper 2, z. B. ein IR-Lumineszenzdio- 
denchip oder ein sichtbares Licht abstrahlender 
Leuchtdiodenchip, angeordnet ist. Die Kunststoffum- 
hullung 1 ist aus einem fur die Strahlung zumindest 
teilweise durchlassigen Kunststoff, z. B. Epoxidharz, 
beispielsweise mittels einer Vergusstechnik gefertigt. 
Dem Kunststoff konnen Diffusorteilchen oder Lumi- 
neszenzkonversionsstoffe zugesetzt sein, die die Ab- 
strahlcharakteristik des Halbleiterbauelements bzw. 
die Farbe des abgestrahlten Lichtes beeinflussen, 

[0029] Der Halbleiterkorper 2 weist an seiner Chi- 
pruckseite eine Ruckseitenkontaktmetallisierung 10 
und an seiner Chipvorderseite eine Vorderseitenkon- 
taktmetallisierung 11 auf, die in QblicherWeise mittels 
eines metallischen Lotes bzw mittels eines Bond- 
drahtes 20 mit der Chipmontageflache 19 bzw. mit 
dem zweiten Kopfteil 6 elektrisch ieitend verbunden 
sind. 

[0030] Die Linsenkappe 23 ist auf einer der Grund- 
flache 13 gegenuberliegenden Seite des Grundk&r- 
pers 9 angeordnet und liegt in der Strahlungsrichtung 
des strahlungsemittierenden Halbleiterkorpers 2. Die 
Linsenkappe 23 kann eine spharische oder asphari- 
sche oder auch eine mit verschiedenartig gekrumm- 
ten Beretchen versehene Strahlungsaustrittsflache 
12 aufweisen. Der parallel zur Grundflache 13 liegen- 
de Querschnitt des Grundkorpers 9 ist im Wesentli- 
chen kreisformig ausgebildet, kann aber prinzipieil 
auch jede beliebige andere Form aufweisen. Die op- 
tischen Achsen des strahlungsemittierenden Halblei- 
terkorpers 2 und der Linsenkappe 23 liegen aufeinan- 
der. Die Position des strahlungsemittierenden Halb- 
leiterkorpers 2 in der Kunststoffumhullung 1 ist derart 
gewahlt, dass im Wesentlichen die gesamte vom 
Halbleiterkorper 2 ausgesandte Strahlung durch die 
Strahlungsaustrittsflache 12 der Linsenkappe 23 hin- 
durch aus der Kunststoffumhullung 1 ausgekoppelt 
wird. 

[0031] Des Weiteren besitzt die Kunststoffumhul- 
lung 1 zwei einander gegenuberliegende, parallel zur 
optischen Achse des Halbleiterkorpers 2 liegende 
Gehauseabflachungen, von denen die eine eine An- 
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saugflache 18 und die andere eine Leiterplattenaufla- 
geflache 14 darstellt. Etwa in der Mitte zwischen die- 
sen beiden Gehauseabflachungen ragen die An- 
schlussbeinchen 7, 8 durch die Grundflache 13 hin- 
durch aus der KunststoffumhQIIung 1 heraus. 

[0032] Im in den Fig. 1-6 dargestellten AusfQh- 
rungsbeispiel des strahlungsemittierenden Halblei- 
terelements verlaufen die Anschlussbeinchen 7, 8 
au&erhalb der KunststoffumhQIIung geradlinig, wei- 
sen also keine Biegung auf und liegen im wesentli- 
chen auf ein und derselben Ebene. Am GrundkGrper 
9 der KunststoffumhQIIung sind auf einander gegenu- 
berliegenden Seiten zwei senkrecht zur Grundflache 
13 stehende Einbuchtungen 25 vorgesehen. Durch 
diese Einbuchtungen 25 sind senkrecht zur Grundfla- 
che 13 stehende und im Wesentlichen mit den An- 
schlussbeinchen 7, 8 in einer gemeinsamen Ebene 
17 liegende, sich Qber die gesamte Lange des 
Grundkorpers 9 erstreckende, ebene Flachen 26 
ausgebildet. 

[0033] Ein derart ausgestaltetes Halbleiterbauele- 
ment ist, wie in Fig. 6 gezeigt, fur die Montage auf 
eine Leiterplatte 21 mit einer Ausnehmung 27 zur 
Versenkung der KunststoffumhQIIung 1 vorgesehen. 
Die ebenen Flachen 26 bilden die Leiterplattenaufla- 
geflache und liegen am Rand der Ausnehmung 27 
auf der Leiterplatte 21 auf. Die Anschlussbeinchen 7, 
8 liegen ebenfalls auf der Leiterplatte 21 auf und sind 
z. B. mittels eines metallischen Lotes mit Leiterbah- 
nen 29 verbunden. Diese Montageart gewahrleistet 
vorteilhafterweise eine sehr geringe AufbauhGhe der 
entsprechenden Schaltungsanordnung bei gleichzei- 
tig einfacher Geometrie der Leiterplatte 21. 

[0034] Die oben beschriebenen erfindungsgema- 
fien Gehausebauformen lassen sich, versehen mit 
einem geeigneten IR-lumineszierenden Halbleiter- 
korper in besonders vorteilhafter Weise in IR-Fern- 
steuerungen und in Lichtschranken einsetzen. Eben- 
so ist sie vorteilhafterweise fur sichtbares Licht ab- 
strahlende Oder UV-Strahlung aussendende Halblei- 
terbauelemente geeignet. Der Montageautwand fur 
die erfindungsgemaUen Halbleiterbauelemente ist 
gegenuber herkommlichen strahlungsemittierenden 
Halbleiterbauelementen mit sogenannter Radialbau- 
form deutlich reduziert. 

[0035] Selbstverstandlich ist die Erfindung nicht auf 
die oben beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele ein- 
geschrankt, sondern umfafit alle mdglichen sich fur 
den Fachmann aus obiger Beschreibung ergeben- 
den Gehausebauformen mit den in den Anspruchen 
angegebenen oder hierzu gleichwirkenden Merkma- 
len. Beispielsweise kGnnen die Anschlussbeinchen 
7, 8 auch derart ausgebildet sein, daB sie nicht paral- 
lel sondern senkrecht zur optischen Achse 24 des 
Halbleiterbauelements verlaufend aus der Umhul- 
lung 9 herausragen. Die Anschlussbeinchen 7,8 ra- 



gen dann seitlich aus dem Grundkorper 9 heraus. 



Bezugszeichenliste 



1 


Umhullung 


2 


Strahlung aussendender Halbleiterchip 


3 


erstes elektrisches Anschlussteil 


4 


zweites elektrisches Anschlussteil 


5 


erstes Kopfteil 


6 


zweites Kopfteil 


7 


erstes Anschlussbeinchen 


8 


zweites Anschlussbeinchen 


9 


Grundkorper 


10 


erster elektrischer Kontakt 


11 


zweiter elektrischer Kontakt 


12 


Strahlungsaustrittsfiache 


13 


Grundflache 


14 


Leiterplattenaufhageflache 


15 


erste Lotflache 


16 


zweite Lotflache 


17 


gemeinsame Ebene 


18 


Ansaugflache 


19 


Chipmontageflache 


20 


Bonddraht 


21 


Leiterplatte 


22 


Reflektorwanne 


23 


Linsenkappe 


24 


Optische Achse 


25 


Einbuchtung 


26 


ebene Flache 


27 


Ausnehmung 



Patentanspruche 



1. Oberflachenmontierbares strahlungsemittie- 
rendes Halbleiterbauelement mit mindestens einem 
eine Strahlung aussehenden Halbleiterkorper (2), der 
eine optische Achse aufweist, einem ein erstes Kopf- 
teil (5) und ein erstes Anschluftbeinchen (7) aufwei- 
senden ersten elektrischen Anschluliteil (3), einem 
ein zweites Kopfteil (6) und ein zweites Anschlufc- 
beinchen (8) aufweisenden zweiten elektrischen An- 
schlufcteil (4) und mit einer Umhullung (1), die aus ei- 
nem fur die Strahlung zumindest teilweise durchlas- 
sigen Material hergestellt ist, bei dem 

- elektrische Kontakte (10, 11) des Halbleiterkorpers 
(2) mit dem ersten Kopfteil (5) bzw. mit dem zweiten 
Kopfteil (6) elektrisch leitend verbunden sind, 

- der Halbleiterkorper (2) und das erste (5) und das 
zweite Kopfteil (6) von der Umhullung (1) umschlos- 
sen sind, 

- die Umhullung (1) eine Strahlungsaustrittsfiache 

(12) , eine dteser gegenuberliegende Grundflache 

(13) und eine dazwischen angeordnete, zur Grund- 
flache geneigte Leiterplattenauflageflache (26) auf- 
weist, 

- das erste und das zweite AnschluSbeinchen (7, 8) 
durch die Grundflache (13) hindurch aus der Kunst- 
stoffumhQIIung (1) herausragen, 

- jeweils ein Teilbereich des ersten und des zweiten 
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AnschluGbeinchens (7, 8) und die Leiterplattenaufla- 
geflache (26) im wesentlichen in einer gemeinsamen 
Ebene (17) liegen, wobei die AnschluBbeinchen (7, 
8) gerade ausgebildet sind, derart, daBje eine die je- 
weilige Lotflache (15, 16) aufweisende SeitenflSche 
des ersten und des zweiten Anschlu&beinchens (7, 
8) und die Leiterplattenauflageflache (26) im wesent- 
lichen in der gemeinsamen Ebene (17) liegen, und 
- die gemeinsame Ebene (17) und eine optische Ach- 
se (24) des Halbleiterbauelements einen spitzen 
Winkel einschlieSen oder parallel verlaufen, 
dadurch gekennzeichnet, da(3 
die Leiterplattenauflageflache (26) durch zwei zwi- 
schen der Strahlungsaustrittsflache (12) und der 
Grundflache (13) verlaufende seitliche Einbuchtun- 
gen (25) in der UmhGllung (1) ausgebildet ist, so daft 
das Halbleiterbauelement in eine Ausnehmung (27) 
einer Leiterplatte (21) einlegbar ist. 

2. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement 
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daft die 
Umhullung (1) mit einer eine zweite Leiterplattenauf- 
lageflache (14) ausbildenden seitlichen Abflachung 
versehen ist, so daft zur Oberflachenmontage das 
Halbleiterbauelement wahlweise mit der zweiten Lei- 
terplattenauflageflache (14) auf eine Leiterplatte (21) 
auf setzbar ist, wobei die Anschluftbeinchen (7, 8) je- 
weils S-formig gebogen werden, oder unter Nutzung 
der ersten Leiterplattenauflageflache (26) in eine 
Ausnehmung (27) einer Leiterplatte einsenkbar ist, 
wobei die Anschluftbeinchen mit der ersten bzw 
zweiten Leiterplattenauflageflache im wesentlichen 
in einer Ebene liegen. 

3. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement 
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, 
daft die Umhullung (1) zusatzlich eine der Leiterplat- 
tenauflageflache (14; 26) gegenuberliegende ebene 
Ansaugflache (18) aufweist. 

4. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement 
nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dad die Umhullung (1 ) auf der der Grundfla- 
che (13) gegenuberiiegenden Seite mit einer Linsen- 
kappe (23) versehen ist, die eine gekrummte Strah- 
lungsaustrittsflache (12) aufweist und deren optische 
Achse mit der optischen Achse (24) des strahlungse- 
mittierenden Halbleiterkorpers (2) zusammenfallt. 

5. Strahlungsemittierendes Halbleiterbauelement 
nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dali die Umhullung (1) einstuckig ausgebil- 
det ist. 

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen 
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